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! Abstract of FR2723501 

>-| The circuit board (20) has via holes (22) connecting an upper and lower electrical surface. To solder 

u surface mounted components in position, a first solder pad layer (21) is formed in the component 
I location. A second layer of lower temperature solder is deposited over the first layer, and heated to 150 
j degrees C with the component in place. As the heat is applied, solder runs down the via hole, forming 

I j a solid connection (26) and leaving a meniscus connection (24) around the outside of the component. 

i| A thin solder connection (5) is made to the solder pad. 
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I CARTE ELECTRONIQUE POUR COMPOS ANTS A MONTAGE EN SURFACE FIXES PAR REFUSION, ET 
PROCEDE DE FABRICATION CORRESPOND ANT. 

) Sur une carte electronique comportant des compo- 1 
its a montage en surface (1) fixes par refusions sur des 
plages metal Uques predetermlnees (21) d'un support (20) 
equipe en outre de trous ^Interconnexion metallises (22) 
entre ies drfferentes couches conductrices du support cer- 
tains au moins des trous ^interconnexion (22) debouch ant 
k rinterieur de certaines au moins des plages (21) dans 
des zones predetermlnees de ces plages Integralement si- 
tuees sous Ies compo sants correspondants. 
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Carte £lectronique pour composants a montage en surface fixes par 
refusion, et proc6de de fabrication correspondanu 

L'invention concerne la fabrication dc cartes eiectroniques 
comportant des composants k montage en surface fixes par refusion. 

Comme son nom lindique, un composant a montage en surface, ou 
composant CMS, se fixe directement sur la surface du support de la 
carte, par opposition k un composant equipe de broches qui traversent 
le support de part en part pour etre soud£es sur la face oppos^e de ce 
support. 

Un composant CMS est done equipe de contacts metalliques qui 
sont en general, soit des regions metalliques m6nag6es directement sur 
la surface du corps du composant, soit des panes repli6es s'etendant k 
I'cxtericur du corps du composant. Ces contacts metalliques sont fixes 
par soudure sur des plages metalliques m£nag£es k la surface du 
support. 

La technique de refusion ("reflow soldering" en langue anglaise) 
utilis^e pour solidariser les composants CMS k la surface du support, 
est bien connue de rhomme du metier. Elle consiste essentiellement k 
deposer k 1'aide dun masque un moyen de soudure, tel que de la pate k 
braser (typiquement un melange detain et de plomb), sur les plages 
metalliques pr£d6finies du support qui sont destinies k reccvoir les 
contacts metalliques des composants CMS, puis a deposer lesdits 
contacts metalliques sur lesdites plages. Aprfes la pose d*un composant, 
une partie de la plage metallique correspondante est recouverte par le 
contact du composant, tandis que le reste de la plage est seulement 
rccouvert par la pate a braser. 

On dispose alors le support ainsi equipe de ses composants dans 
un four de refusion et Ton procedc a une mont£e en temperature scion 
un profil predetermine comportant notamment, sur une duree tres 
courte, typiquement inferieure a 20 secondes, un pic de montee en 
temperature au-dessus du point de fusion du moyen de soudure puis 
une descente rapide en temperature en-dessous de ce point de fusion. 

n en resultc alors, d'une part, une soudure entre la surface 
inferieure du contact metallique du composant et la partie 
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correspond ante de la plage metallique du support, et, d'autre part, la 
realisation d un mdnisque de soudure entre la surface laterale externe 
du contact metallique du composant et le reste de la plage. C'est ce 
mdnisque qui assure essentiellement la solidite de la fixation du 
composant sur le support. 

Le support d'une telle carte comporte par ailleurs des trous 
d'interconnexion metallises, commundment appelds des "via" par 
l*homme du mdticr. Ces trous d'interconnexion assurent l'inter- 
connexion dlectrique entre les diffdrentes couches conductrices du 
support. De tels trous peuvent etre par exemple traversants pour relier 
deux couches conductrices ddposees sur les deux surfaces opposdes du 
support, ou bien par exemple borgnes pour relier une couche 
conductricc surfacique et une couche conductrice enterrde au sein du 
support. 

Or, la ndcessitd de prevoir ces trous d'interconnexion pose 
actuellement des probl&mes tant au niveau de la conception des 
circuits qu'au niveau de leur qualitd. 

En effet, ces trous mdtallisds sont actuellement rdalisds, avant 
ddpdt de la pate h braser, a rextdrieur des plages mdtalliques du 
support ct sont relics au moins pour certains d'cntrc cux & ces plages 
par des chemins conductcurs. Ccpendant, alors que la technologic de 
fabrication des composants CMS permet dobtenir des composants 
ayant tine surface aussi petite que 0,5 mm 2 , le diamfetre courant d'un 
trou d'interconnexion entourd de sa couronne conductrice est de Fordie 
de 0,7 mm, ce qui rend un trou d'interconnexion dquivalent & un 
composant du point de vue surface, et ce qui augmente done fortement 
la taille des cartes dlectroniques. 

Par ailleurs, la metallisation interne de ces trous doit etre 
correctement effectude pour dviter tous problemes dlectriques. 

L'invention vise h apporter une solution plus satisfaisante a ces 
problfcmes. 

Un but de 1'invention est k la fois de rdsoudre le probl&me 
d v encombrement surfacique des cartes et d'assurer une meilleure 
quality dlectrique des trous d'interconnexion. 

L'invention propose done tout d'abord une carte dlectronique. 
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comportant dcs composants a montage en surface fixes par refusion sur 
des plages mdtalliques prdddterminees d un support 6quipd en outre de 
trous d'interconnexion metallises entre les difffrentes couches 
conductrices du support. 

5 Selon une caractdristique gdnerale de rinvention, certains au 

moins des trous d'interconnexion debouchent a lintdrieur de certaines 
au moins des plages de contact dans des zones prdddterminees de ces 
plages intdgralement situdes sous les composants correspondants. 

L'invention a dgalement pour objet un proeddd de fabrication 

10 d'une carte dlectronique comportant des composants a montage en 

surface fix6s par refusion sur des plages mdtalliques pr6d6tcimin6es 
d'un support 6quip£ en outre de trous d'interconnexion m6tallis6s entre 
les diffdrentes couches conductrices du support. 

Selon une caractd ri s tique gene rale de r invention : 

15 - on fait deboucher certains au moins des trous d'interconnexion 

dans des zones pr6d6terminees de certaines au moins desdites plages 
de contact* 

- on recouvre les plages de contact d'un moyen de sou dure, 

- on posirionne les composants sur les plages de fa£on k ce qu ils 
20 recouvrent une premiere partie desdites plages incorporant 

intdgralcmcnt lesdites zones pr6d£termin£es, en laissant le reste 
desdites plages non recouvert par les composants, 

• on procfcde h la refusion du moyen de soudure de fa£on h 
simultan&nent r6aliser une soudure solidarisant les composants aux 

25 plages et & laisser subsister h I'intdrieur des trous d'interconnexion un 

reliquat de moyen de soudure solidifif. 

L/invention a dgalement pour objet un support pour la fabrication 
d'une carte dlectronique a composants h un montage en surface fixds 
par refusion, comprenant des plages metalliques sur lesquelles lesdits 

30 composants sont destinds a etre positionnes, ainsi que des trous 

d'interconnexion metallises entre les differentes couches conductrices 
du support. Selon tine caracteristique g6n£rale de l invention, certains 
au moins des trous d'interconnexion ddbouchent a I'intdrieur de 
certaines au moins des plages metalliques dans des zones 

35 pr£d£termin£es de ces plages destinies d etre intdgralement situdes 
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sous les composants correspondants. 

Scion un mode de realisation de 1 invention, lorsque Tune au 
moins des plages mdtalliques comporxant un trou d'interconnexion est 
associde k une plage mdtallique homologue, les deux plages dtant 
s6 parses d'une distance M pr£determinee et destinies k reccvoir deux 
contacts mdtalliques d'un composant ayant une longueur minimum L 
hors tout de contact a contact pred£termin£e, ce composant 6tant 
positionnd sur lesdites plages avec une tolerance de pose T 
pr6d6tcrmin6e, l'ouverrure du trou d'interconnexion ddbouchant dans la 
place consid6r6e se situe alors intdgralement dans une zone limit€e par 
le bord interne de ladite plage situd au face du bord interne de la plage 
homologue, et s'£tendant depuis ledit bord interne, sur une distance Z 
6gale k (L-M)/2 - T. 

D'autres avantages et caractdristiques de 1'invention apparaitront k 
1'examen de la description d£taiU6e d'un mode de realisation nullement 
limitatif illustr6 sur les dessins annexes, sur lesquels : 

les figures 1 et 2 reprdsentent deux t>pes de composants CMS; 
les figures 3 i 6 illustrent les £tapes essentielles de la fixation 
d'un composant sur le support par refusion; et 

la figure 7 illustre un exemple de positionnement d'un trou 
d'interconnexion k l'intfrieur dune plage mftallique. 

Sur la figure 1, le composant 1 k montage en surface, par exemple 
une resistance, comporte un corps 3 entourf k ses deux extr£mit£s d'un 
enrobage mdtallique form ant les contacts mdtalliques de ce composant. 
Plus prfcis^ment, cet enrobage m£tallique comporte une panic 
d*extr6mit6 verticale 4 prolong6e sous le composant par une partie 
inffrieure 5. Chaque partie inf£rieure 5 est delimit£e par les deux 
points PI et P2 et s'dtend sur une distance D. M d£signe la distance 
entre les extrfmitds des contacts metalliques inferieures et L d£signe 
la longueur minimum hors tout de contact k contact du composant. 
Bien entendu, la longueur rdelle hors tout de contact k contact du 
composant peut ctre tegercment supdrieurc k la longueur minimum L, 
compte tenu des tolerances de fabrication. 

Sur la figure 2 % est illustrd un autre type dc composant 10 ^ 
montage en surface. II peut s'agir par exemple d'un boitier de circuit 



2723501 



5 



int£gr£ comportant n contacts metalliques. Sur la figure 2, n'est 
rcprt£scnt6e & des fins dc simplification qu'une seule paire de contacts 
opposes. 

Chaque contact mdtalliquc 12 sc compose ici d'une parte replide 

5 s'6tendant dcpuis le corps 13 du composant. Cene patte possede xine 

partie verticale 14 prolong6e d£querre par une partie infdrieure 15 
horizontale. Par analogic avec la figure 1, la distance M repr£sente la 
distance entre contacts du composant, c'est-a-dire la distance separant 
les deux parties verticales 14 des deux panes, tandis que la distance L 

10 qui reprfsente la distance minimum hors tout de contact a contact, est 

comptde ici entre les deux points PI d'extr£mit£. La distance D qui est 
£gale commc dans le cas de la figure 1 h (L-M)/2, est en fait la 
longueur de la partie inferieure 15 de chaque patte. 

Commc on le verra ci-apres, ce sont les parties infdrieures 5 et 15 

15 qui sont destindcs & venir en contact avec des plages metalliques du 

support d'une carte. 

Alors qu'il est clair dans le cas dun composant 1, que la region 
situde entre les points PI et P2 est une region situ6e sous le 
composant, on admettra au sens de la prdsente invention qu'un point 

20 situ£ entre les parties verticales 14 des panes dun composant 10 se 

situe aussi sous le composant que ce point soit effectivcmcnt situ6 
sous le corps 13 proprement dit du composant ou bien entre une 
extr6mit£ de ce corps et la partie verticale voisine dc la patte 
correspondante . 

25 Une telle carte est illustr£e schdmatiquement sur la figure 3. Sur 

cette figure, la rffdrence 20 designe le support isolant de la carte 
pourvu, dans le cas present, sur ses deux faces, de plages metalliques 
21 sur lesquelles seront positionnds les composants de surface. Ces 
plages metalliques sont real i sees de fagon classique par exemple par 

30 s6ri graphic 

n est dgalement pr6vu des trous d'inteironnexion 22, 
commun6mcnt appelds par l'homme du metier des "via", reliant dans le 
cas present les deux couches conductrices surfaciques du support. 
Cependant, certains dc ces trous pourraicnt ctre borgncs, c'cst-^-dirc 

35 relier Tune des couches conductrices surfaciques & une couche 
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entente . 

Scion l'invention, comme illustre sur la figure 3, ces trous 
dintcrconncxion 22 debouchent k l'interieur de cercaines plages 
mdtalliqucs dans des zones predeterminees de ces plages, qui seront, 
commc on le verra plus en detail ci-apres, destinies k etre situees sous 
le compos ant. 

Une fois le support ainsi realise* on depose k l'aide d'un masque 
sur les plages mdtalliqucs 21, une couche 23 d'un moyen de soudure, 
typiquement un melange predetermine detain et de plomb (figure 4). 
Aussi, rouverture des trous d'interconncxion se trouve par consequent 
obturfe par ladite couche 23. 

On proc&de ensuite au positionncment (figure 5) des composants 1 
(par exemple) sur les plages correspondantes 21. Lorsque ce 
positionnement est effectue, la parrie 21b de la surface de la plage 21 
se situe, compte tenu de la tolerance de pose, sous le contact 
m<£tallique inferieur 5 du composant et est espac^e de celui-ci par le 
moyen de soudure 23. Le reste 21a de la plage n est pas situe sous le 
composant et est simplement recouvert par le moyen de soudure 23. 

Lorsque tous les composants ont 6t6 mis en place sur le support, 
on place celui-ci dans un four de refusion et Ton proc&de k la refusion 
proprement dite du moyen de soudure. Celle-ci s effectue k laide d'un 
profil de temperature predetermine. Ce profil comporte tout d'abord 
une mont6e en temperature jusqui une premiere valcur de 
temperature, g6n6ralement aux alentours de 150°C. On effectue 
ensuite un palicr de temperature a cette valeur pendant environ 1 
minute de fa$on k correctement stabiliser la position des composants 
sur les plages. Puis on effectue une montfe rapide en temperature au- 
deli du point de fusion de la pate a braser suivie dune descente ties 
rapide en temperature en-dessous de ce point de fusion. Ainsi, pour un 
melange de p&te k braser detain-plomb dans un rapport 2/3-1/3 
environ, le pic de temperature se situe aux environs de 235°C et les 
gradients de montdc et de descente en temperature sont de 1 k 4°C par 
scconde, tandis que la duree du pic de temperature est de 10 secondes 
au maximum. 

A Tissue de la refusion, le composant 1 (figure 6) est solidarise 
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sur les plages mdtalliques 21 par un menisque de sou dure laterale 24 
s'dtendant dcpuis la panic de la plage mdtalliquc non recouverte par le 
composant jusqu'k la partie verucale 4 du contact mdtallique du 
composant 1. Ccst ce mdnisque 24 qui assure lessenael de la fixation 
du composant sur le support. En outre, il existe egalement un film de 
soudure entre la partie 5 du contact mdtallique du composant et la 
surface correspondante de la plage m^tallique comptetant la fixation 
du composant. 

Par ailleurs, lors de la refusion, une partie du moyen de soudure 
liqudfte s'est introduite dans le trou d'interconnexion 22 et, lors du 
refroidissement, s'est solidifi6e pour laisser subsister un rcliquat de 
soudure solidiftee 26 dans le trou d'interconnexion. 

En fait, selon les caracteristiques de temperature, du matfriau 
utilise ct le diametre du trou d'interconnexion, il se pcut que ce 
dernier soit complement bouchd par de la soudure solidifi^e. Dans 
d'autres cas, seule une pellicule de soudure pourra rester accrochfe sur 
les bords internes mdtallisds du trou d interconnexion. Quoi qu'il en 
soil, dans tous les cas, la quantity de soudure introduite dans le trou 
d'interconnexion pcrmct l'arndlioration de la quality du trou 
d'interconnexion en ce qui conceme sa conductivity dlectriquc. 

Par ailleurs, le procldf selon 1 invention a pennis simultan£roent 
la solidarisation du composant sur les plages flectriques, et 
l am61ioration de la qualit6 du via par introduction de soudure k 
rintfrieur de eclui-ci. 

Cependant, 1'ouverture du trou d'interconnexion 22 doit se trouver 
dans une zone pr6d6termin6e de la plage mftalliquc qui est destinde k 
etre int£gralement situ6e sous le composant. 

De plus amples details sur le positionnement de cette ouverture du 
trou vont maintenant etre foumis en reference a la figure 7, qui 
illustre un exemple paniculier de deux plages mdtalliqucs 21 destinees 
k recevoir une paire de contacts m£talliques opposes d un composant 1 
ou 10. 

La plage 21, repn£sent6e sur la partie gauche de la figure 7, est de 
forme rectangulaire et est limitcc a droite par un bord interne 21i situ6 
en regard du bord interne de la plage 21 homologue (illustnSe sur la 
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panic droite dc la figure), et a gauche, par un bord externe 21e. On 
ddfinit sur cette surface de la plage 21, une region 21c s f 6tendant 
depuis le bord interne 21i sur la distance D correspondant k la 
longueur dc la partie infdrieure 5 ou 15 du contact mdtallique du 
5 composant destinf k etre px>sitionn6 sur cette plage. 

Si le composant est parfaitement positionn£ sur la plage 21, la 
partie inffricure 5 ou 15 du contact m£tallique du composant s'£tend 
done exactement sur la longueur D de la zone 21c. Cepcndam, ces 
composants sont destines k etre positionn^s k l'aide d'une machine 

10 sp6cifique poss£dant une tolerance de pose T pr6d£termin6e. Lc 

composant peut done etre decal£ au maximum vers la droite d une 
longueur T ou vers la gauche d'une longueur T. 

On d6finit done une autre zone 21z s dtendant depuis lc bord 
interne 21i sur une longueur Z egale a (L-M)/2 - T. Le reste de la zone 

15 21c, de longueur T, est refdrenc^e 21 1. Par ailleurs, une zone 

homologue, de longueur T, est situ£e k cot£ de la zone 21 1 et k gauche 
de ccllc-ci et est r6ffrenc£e 21u. Le reste de la plage, r6f6renc6 21a, 
sera done la zone qui sera de toutes fa$ons non recouverte par le 
composant. 

20 Scion rinvention, rouverture du trou d'interconnexion doit se 

situer dans la zone 21 z et son diamfctre doit done etre inff rieur ou 6gal 
k Z- 

Si Ton se rtfere main tenant a un axe des abscisses fictif 
reprfscnuS dans la partie basse de la figure 7, et si Ton con side re que 
25 le bord interne 21i se situe a l'abscisse z6ro, les difffrents cas de 

positionnement du composant vont maintcnant etre £voques. 

Si le composant est parfaitement positionn£, c' est- a -dire si les 
points PI et P2 de la partie interieure du contact mdtallique 5 ou 15 du 
composant se situent respectivement aux abscisses (L-M)/2 et z£ro, 
30 rouverture du trou d'interconnexion 22 se situe done intlgralement 
sous le contact m£tallique 5 ou 15. 

Si le composant est d£cal6 vers la droite de la longueur T, c'est-&- 
dire si le point PI se situe k l'abscisse (L-M)/2 - T, 1'ouverture 22 du 
trou d'interconnexion reste toujours positionn6e intlgralement sous lc 
35 contact mdtallique 5 ou 1 5 du composant. 
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Si lc composant est decale vers la gauche d une longueur T\ c'est- 
i-dirc si les points PI et P2 sc situent rcspcctivcmcnt aux 
abscisses (L-M)/2 + T et T, une parrie de la zone 21z se situe sous le 
contact mdtallique 5 ou 15 du composant, et la partie droite dc ccttc 
zone 21 z se situe alors sous le corps 3 du composant 1, ou bien sous le 
corps 13 du composant 10 ou ^ventuellement uniquernent sous la partie 
sup6rieure horizontale de la patte 12 du composant 10, mais de toutes 
fa9ons sous le composant au sens general de la prisente invention. 

Ainsi, dans tous les cas de positionnement, la zone 21 z se situe au 
moins partiellement sous le contact mdtallique inf^rieur du composant 
et, dans certains cas, partiellement sous le corps du composant ou tout 
au moins entre les deux parties verticales des contacts metalliques du 
composant. 

Ainsi, au sens de la presentc invention, la zone 21z sera, quoi 
qu'il en soit, tou jours situee sous le composant. 

Or, ce positionnement sous le composant est fondamental, car il 
6vite une migration importante du moyen de soudure depuis la zone 
21a vers le trou ^interconnexion, ce qui pourrait conduire & une 
diminution du mdnisque de soudure et done a une mauvaise 
solidarisation du composant. Ceci se prod ui rait notamment si le trou 
^interconnexion 22 d£bordait dans la zone 21 u et que le composant 
6tait positionn£ avec un ddcalage k droite. 

Par contre, le troisieme cas de positionnement du composant 
(d£calage k gauche) prgvoyant dventuellement un l€ger ddgagement de 
Touverture 22 du trou dinterconnexion dans la partie droite de la zone 
21z, n'est pas pr6judiciable & la bonne tenue du m£nisque de soudure, 
car, d*une part, Torifice ainsi d6gag6 ne Test que partiellement et se 
trouve relativement eloigne de la zone 21a et done du menisque, et, 
d'autre part, la presence du contact metallique du composant (ayant 
une largcur sensiblement £gale a celle dc la plage et form ant une 
banifcrc) ainsi que la viscosite dc la soudure liqu£fi£e ne permettent 
pas une migration importante de la soudure situ6e au niveau du 
menisque. 
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REVINDICATIONS 

1. Carte dlectronique comportant des composants k montage en 
surface (l t 10) fixes par refusion sur des plages mdtalliques 
prdddtermindes (21) d'un support (20) equipe en outre de trous 
d'interconnexion mdtallisds (22) entre les diffdrentes couches 

5 conductrices du support, caracterisde par le fait que certains au moins 

des trous d'interconnexion (22) ddbouchent k Tinterieur de certaines au 
moins des plages (21) dans des zones prdddtermindes (21 z) de ces 
plages intdgralement situdes sous les composants correspondants. 

2. Proc6dd de fabrication d'une carte dlectronique comportant des 
10 composants k montage en surface flxds par refusion sur des plages 

mdtalliques prdddtermindes d'un support equipd en outre de trous 
d'interconnexion metallises entre les diffdrentes couches conductrices 
du support, caractdrisd par le fait que : 

- Ton fait ddboucher certains au moins des trous d'interconnexion 
15 (22) dans des zones prdddtermindes (21z) de certaines au moins des 

plages mdtalliques (21), 

- on recouvre les plages mdtalliques d'un moyen de soudure (23), 

- on positionne les composants (1) sur les plages de fa9on k ce 
quils recouvrent une premifere partie (21b) des plages correspondantes 

20 incorporant intdgralement lesdites zones prdddtermindes (21z), en 

laissant le reste (21a) des plages non recouvert par les composants, 

- on proc&de k la refusion du moyen de soudure de fa^on k 
simultandment former une soudure (24) solidarisant le compos ant k la 
plage et k laisser subsister k rintdrieur du trou d'interconnexion (22) 

25 un reliquat (26) de moyen de soudure solidifid. 

3. Support pour la fabrication d'une carte dlectronique k 
composants k montage en surface fixds par refusion, comprenant des 
plages mdtalliques (21) sur lesquelles lesdits composants sont destines 
k etre positionnds avec une toldrance de pose prdddterminde T, ainsi 

30 que des trous d'interconnexion mdtallisds (22) entre les diffdrentes 
couches conductrices du support, caractdrisd par le fait que certains au 
moins des trous d interconnexion (22) ddbouchent k l'intdrieur de 
certaines au moins des plages mdtalliques dans des zones 
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pr6d6teimin6es (21z) dc ces plages destinees a etre integralement 
situ6cs sous les composants correspondants . 

4. Support scion la revcndication 3, caracteris£ par lc fait que 
Tunc au moins dcs plages rndtalliques (21) comportant un trou 
d'interconnexion (22) est associee a une plage metallique homologue, 
les deux plages ftant sdparfes d'une distance M predctermindc et dtant 
destinfes k recevoir deux contacts metalliques (5, 15) dun composant 
ayant une longueur minimum L hors tout de contact k contact 
pr6d£tennin6e, ledit composant £tant destinf k etre positionnd sur 
lesdites plages (21) avec la tolerance de pose T pr6determin6e, et par 
le fait que Touverture du trou d'interconnexion (22) debouchant dans 
la plage consid6r£e se situe imfgralement dans une zone (21z) limitfe 
d*une part par le bord intdrieur (21i) de la plage situ6 en face du bord 
int£rieur de la plage homologue, et s'^tendant d'autre part, depuis le 
bord intdrieur (21 i) sur une distance Z dgale k (L-M)/2 - T. 



2723561 



1/3 



FIGJ 



3 y 











.DP- 


M 








. ' I L 







/ 

P1 P2 



FIG.2 



/rrs 




pi 



4 



/ 

P2 



2723501 




3/3 



2723501 




REPUBLIQUE FRAN^AISE 



INSTITUT NATION Ai- 
de U 

PROPR1ETE INDUSTR1ELLE 



RAPPORT DE RECHERCHE 
PRELIMINAIRE 

ctabli sur la base des dernier es revcndications 
deposees avant le commencement de la recherche 



2723501 

S' 



FA 503821 
FR 9409756 



DOCUMENTS CONS1DERES COMME PERTINENTS 



avcc indication, en cas de besom. 




j PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 16, no. 312 (E-1230) 9 Juillet 1992 
4 JP-A-04 087 393 (TOSHIBA CORP) 19 Mars 
1992 
abrege * 

I PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 17, no. 245 (E-1365) 17 Mai 1993 
& JP-A-04 368 196 (MITSUBISHI ELECTRIC 
CORP) 21 Decembre 1992 
* abrege * 

| PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 18, no. 270 (E-1552) 23 Mai 1994 
| & jp-A-06 045 752 (0MR0N CORP) 18 Fevrier 
1 1994 

I* abrege * 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 13, no. 568 (E-861) 15 Decembre 1989 
4 JP-A-01 236 691 (TOSHIBA CORP) 21 
j Septembre 1989 
abrege * 

I PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 14, no. 336 (E-0953) 19 Juillet 1990 
& JP-A-02 113 595 (MATSUSHITA ELECTRIC IND 
I CO) 25 Avril 1990 
abrege * 

I PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 14, no. 108 (E-0896) 27 Fevrier 1990 
& JP-A-01 309 396 (FUJITSU LTD) 13 
Decembre 1989 
* abrege * 

-/— 



-3 



-3 



-3 



1-3 



DO MAIN ES TECHMQUTS 
KEOIEKC1IES (hrt.OL«) 



1-3 



1,3 



H05K 



Mc €wl M i m la ■ 

4 Avril 1995 



En 

Mes, L 



CAITGOBJE DCS DOCUMENTS Cms 

pmUmm* a hri u« 
pmtiMM « camaraaisDo avrc urn 
de Is mtm* carigeric 

4Tmm moms «c icvettlicatjoa 




T : lB*ooc os ariftdpc a U bast •« rinvcatio* 
E * 4m — as 4* ^|ju4i bfeatf osat a" mm data 
" alaSaieactta* <t aoi a'a *« acai* ««-* 
«e ttaflt om «ys amc Sate aosta mura, 
D : cite dsss la 4«tmia4c 
L : oic posr raatres raisoas 



it : scafcrc i« la m*m* fsmille, SocuaicM attrespoedai* 



page 1 de 2 



REPUBLIQUE FRAN£ AISE 



INSTITLIT NATIONAL 
de la 

PROPRIETE INDUSTR1ELLE 



RAPPORT DE RECHERCHE 
PRELIMINAIRE 

etahli sur la base des dernier es revendications 
de posers avant le commencement de la recherche 



2723501 

N° renregjstre 



FA 503821 
FR 9409756 



Catcganc 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Rcventficatioos 
concern ccs 



Citation da 



; dc besom. 



4e la tenaa4e 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 15, no. 343 (E-1106) 30 Aout 1991 

& JP-A-03 132 092 (TOSHIBA CORP) 5 Juin 

1991 

* abrege * 



1-3 



DOMAIN ES TECHNIQUES 
KECHERCHES (hrt.CL.6) 



4 Avril 1995 



Mes, L 



CATECOME DES DOCUMENTS CITES 
I paHmm* a lui seal 
talai 

t a reocootrt fa* mokas «a« rcvaadicatioa 
oo anMn-ptaa teefcaoio ya — general 
O : aiwtgaaon aon fcctttt 




T : tbtoric ou prtaopc a ta bast «« rioventta* 

E : «©au»«ot 4« htwm bcacftciaaf rune date aatfetcur* 

a la «at« 4c toM ct i«i «'a etc p*M* a^a cette case 

4« «o «Va amm «al« partcrienr*. 

D : crtc aaas la deaundc 
L : cite poor «~aotm raisoos 

A : memfcre «« la aca« fanulle, iocrae 



page 2 de 2 



This Page Blank (uspto) 



